
电源管理芯片厂商希荻微闯关科创板

华为是公司主要客户

本报记者 刘杨

5月24日，广东希荻微电子股份有限公司（简称“希荻微”）科创板 IPO获上交所受理，其主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。 希荻微本次拟募资5.82亿元，用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目、新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目、总部基地及前沿技术研发项目、补充流动资金。

华为是公司大客户

据招股书介绍，希荻微是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。

公司主要产品涵盖DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等。 其中，DC/DC芯片是希荻微的主要营收来源之一，与AC/DC芯片功能不同，DC/DC芯片的主要功能为实现直流电源的升压或降压，可在手机、笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居等消费电子终端以及汽车电子设备中具备广泛的应用。 公司表示，未来还将进一步拓展至数据中心、服务器、存储设备、通信及工业设备等领域。

招股书显示，希荻微已推出的DC/DC芯片涵盖了Buck降压型芯片和Boost升压型芯片。 2018年和2020年，DC/DC芯片产品贡献的收入分别为4438.13万元、1.37亿元，占各期营收比重分别为66.06%、59.94%，但2019年该产品仅实现收入2647.62万元，同比下降40.34%，占总营收比重为22.96%。

对于DC/DC芯片销售收入2019年下滑的原因，希荻微在招股书中解释称，主要原因为终端手机生产商处于由4G手机向5G手机升级的过渡期，公司提供的应用于4G手机的DC/DC产品销售数量有所下降。

2018年至2020年（简称“报告期内”），公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为93.87%、92.15%和90.51%。 其中，2019年，华为（华为技术投资有限公司、华为终端有限公司）为公司第一大客户，销售总金额为6716.96万元，占营收比重为58.25%。 2020年，台湾安富利成为公司新进第一大客户，销售金额为6740.22万元，占营收比重为29.51%；华为则是公司2020年第二大客户，销售金额为6114.71万元，占营收比例为26.77%。

尚未实现盈利

报告期内，公司营业收入分别为6816.32万元、11531.89万元和22838.86万元，年复合增长率为83.05%；报告期内，公司净利润分别为-538.40万元、-957.52万元、-1.45亿元，三年合计亏损1.59亿元，尚未实现盈利。

对于业绩持续亏损，希荻微表示，报告期内，公司持续亏损的原因包括：产品推广存在一定的验证及试用周期，公司收入规模达到较高水平需要一定时间；芯片设计需要通过持续的研发投入实现产品线的升级与拓展，报告期内公司研发投入较大，产生了较高的研发费用，扣除股份支付费用后研发费用占营业收入的比例分别达到20.52%、27.20%和34.70%；报告期内，公司因股权激励等原因分别确认股份支付费用为50.50万元、806.52万元和13907.07万元，扣除股份支付费用后的净利润分别为-487.90万元、-151.01万元和-580.18万元。

值得注意的是，截至2020年末，公司未分配利润金额为-7252.47万元，存在累计未弥补亏损。 截至目前，公司产品仍在持续拓展市场，同时保持较高的研发投入，因此，公司未来一段时间可能无法盈利，公司累计未弥补亏损将持续为负，无法进行利润分配。 希荻微表示，公司未来亏损净额的多少将取决于公司产生收入的能力、研发项目的数量及投入等方面。 即使公司未来能够盈利，亦可能无法保持持续盈利。 预计首次公开发行股票并上市后，公司短期内无法现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

希荻微坦言，对于未来一段时间，将存在持续大规模的研发投入，公司可能存在持续亏损或将使公司面临一些收入无法按计划增长、研发支出较大、无法保证未来几年内实现盈利，上市后亦可能面临退市等风险。

提示相关风险

公司从事包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售，收入增长受行业周期、市场竞争、下游客户需求的变化影响较大，同时还受到公司产品研发进度、上游产能供给等因素的影响，且目前境内外经营环境较为复杂，如上述因素发生重大变化，公司收入可能无法按计划增长。

同时，公司存在研发支出较大的风险。 报告期内，公司为保持技术与产品的市场竞争力，研发费用持续增长。 未来，随着公司在模拟芯片领域的持续深耕，公司需要对技术和产品研发投入更多资源，如果公司对未来研发方向判断出现重大失误，则将导致公司经营面临一定风险。

希荻微表示，公司持续开展研发活动并不断形成满足客户需求的产品。 公司的研发活动面临着行业技术升级、客户需求变化、新产品研发不及预期等风险 ，如果公司的研发活动失败，则其产品将无法满足客户的需求、获得客户的认同，从而对公司的持续经营产生不利影响。

此外 ， 公 司 还 存 在 供 应 商 集 中 度 较 高 的 风 险 。 公 司 供 应 商 主 要 包 括 晶 圆 制 造 厂 和 封 装 测 试 厂 ， 由 于 晶 圆 制 造 及 封 测 代 工 业 务 的 市 场 格 局 相 对 集 中 ， 报 告 期 内 ， 公 司 向 前 五 大 供 应 商 合 计 采 购 的 金 额 占 同 期 采 购 金 额 的 比 例 分 别 为 96 . 96 % 、 91 . 34 % 和 82 . 22 % ， 占 比 相 对 较 高 。

由于晶圆制造及封装测试均为资本及技术密集型产业，行业集中度较高，主流供应商具有较大的经营规模及较强的市场影响力，且符合公司技术及生产要求的供应商的数量较少，可能形成较高的依赖性。 目前，公司主要供应商涵盖了国内外一线晶圆制造及封测代工厂，公司与主要供应商均保持稳定的合作关系。 未来，若公司的主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司生产经营产生不利影响。
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优迅科技：深耕光器件行业 科创板IPO获受理

●本报记者 董添

上交所日前受理了大连优迅科技

股份有限公司（简称“优迅科技” ）科

创板首发上市申请，公司拟募集资金约

5.6亿元用于5G光电子器件开发及产业

化项目。

营收增速高

招股说明书显示，2018年至2020年

（简称“报告期内” ），公司营业收入分

别 为 2916.74 万 元 、6082.17 万 元 和

14602万元， 最近三年营业收入复合增

长率为123.75%。 报告期内，公司业绩增

长速度较快， 主要受益于国家产业政策

扶持、行业技术升级迭代、下游市场需求

拉动等因素， 并与公司所处发展阶段直

接相关。

同时，公司也在招股书中提醒，公司

产品处于产业链上游， 新产品研发完成

到终端应用之间需要经过下游客户及市

场的验证， 公司新产品验证过程受到的

影响因素较多，存在一定的不确定性，新

产品实现销售后，5G网络建设进度、下

游市场需求变化等因素也会对公司业绩

增速产生影响。 公司存在因自身发展阶

段和所处外部环境变化导致业绩增速放

缓的风险。

公司主营业务为光器件的研发、设

计、生产和销售，主要产品应用于光通信

和光传感两大行业， 终端应用场景涵盖

4G/5G传输网络、数据中心、广电网络、

航空航天、 环境和安全监测等国家重点

发展的领域。

公司产品聚焦高端， 核心产品高速

率、长距离、波分复用光收发组件，高带

宽模拟信号调制激光器以及气体传感器

等光器件的技术水平居于国内领先、国

际先进地位，主要量产产品已达到《中

国光电子器件产业技术发展路线图

（2018-2022年）》 等产业政策规划的

发展目标， 实现了相关高端光器件产品

的进口替代。 公司生产的光器件产品主

要应用于光通信和光传感两大领域，主

要产品光通信器件服务于4G/5G传输网

络、数据中心、广电网络基础设施建设以

及航空航天等国家重点发展的领域，光

传感器件目前主要应用于环境和安全监

测等领域。

募资巩固主业

招股说明书显示， 本次发行募集资

金投资项目 “5G光电子器件开发及产

业化项目” 是在充分考虑我国光器件行

业发展现状及未来发展趋势的基础上，

结合公司现阶段实际情况和未来发展规

划， 经过公司管理层审慎考虑和可行性

研究，并经公司董事会、股东大会审议通

过后确定。

本项目计划于公司自有的位于大

连市高新技术开发区的国有建设用地

使用权上新建厂房、办公楼、研发中心

等房产及配套设施，并购置生产、研发

用机器设备，新建光器件研发平台及生

产线，提升公司光器件的研发、设计、生

产能力。

招股说明书显示， 本项目围绕公司

现有主要业务和核心技术开展， 聚焦国

家政策大力支持的5G网络、数据中心基

础设施建设等领域， 具体内容包括对公

司现有光器件产品产能的提升， 以及在

公司现有核心技术和产品基础上进行技

术和产品的升级、拓展和延伸。

公司表示， 本项目的实施将在较大

程度上提高公司的产能， 增强公司的技

术研发能力，拓展公司产品线，为公司带

来长期稳定的规模收益， 进而增强公司

的整体竞争力。

针对战略规划，公告显示，公司未来

将继续紧密围绕5G网络、数据中心等新

型基础设施建设以及高端光芯片、 光器

件国产化的国家战略， 依托在光器件领

域的技术优势， 结合行业技术发展趋势

和市场客户需求， 持续在高端光器件领

域进行研发投入， 积极探索并不断推出

更多种类、更多应用场景的光器件产品，

并向上游光芯片等领域延伸， 提升高端

光芯片、光器件国产产品的市场份额，促

进国内光通信、 光传感行业产业链上下

游的融合发展， 增强我国对基础光电子

元器件核心技术的掌控能力。

供应商、客户集中度高

招股说明书显示， 公司主要存在技

术风险、经营风险、内控风险、财务风险、

法律风险、发行失败风险、募集资金投资

项目实施风险等。

公司产品生产所需的原材料主要包

括光芯片、陶瓷外壳、TEC、自由空间隔

离器、非球面透镜等。 报告期各期，公司

向前五大供应商采购金额合计占当期采

购总额的比例分别为78.83%、53.13%和

62.51%， 存在一定的供应商集中情况。

若公司上游主要供应商交付能力下降，

可能导致公司生产所需原材料供应的稳

定性、及时性和价格发生不利变化，从而

对公司的生产经营产生不利影响。

招股说明书显示， 光器件行业下游

市场具有准入门槛高、 市场参与者相对

集中的特征。报告期内，公司主要客户为

行业下游光模块厂商及设备厂商。 报告

期各期， 公司向前五大客户的销售收入

合计占当期营业收入的比例分别为

75.75%、63.87%和67.29%，存在一定的

客户集中情况。 若公司下游主要客户的

经营状况或业务结构发生重大变化并减

少对公司产品的采购， 或公司出现主要

客户流失的情况， 可能导致公司面临经

营业绩下滑的风险。

行业周期性风险方面， 公告显示，

光通信行业存在周期性特征。 根据ICC

预测， 我国4G网络建设周期约6-7年，

5G网络建设周期可能比4G网络更长，

在每年投资强度保持不变的情况下，完

成5G网络总投资额约需要8至10年。 若

未来我国5G网络建设步入行业周期的

下行阶段，且公司产品未能成功打入更

多国家5G网络供应链体系，或未能在下

一代通信技术方面实现研发突破，则公

司盈利能力可能受到行业周期的不利

影响。

原材料价格波动风险方面， 报告期

各期， 公司直接材料成本占主营业务成

本的比例分别为 84.12% 、82.42%和

86.79%，占比较高。 主要原材料价格的

变化直接影响公司的利润水平。 若公司

生产所需的原材料价格大幅度上涨，且

公司产品的销售价格不能同步上调，将

对公司的盈利能力产生不利影响。
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华为是公司主要客户

创新药企亚虹医药：

专注泌尿生殖领域

●本报记者 杨洁

5月26日，江苏亚虹医药科技

股份有限公司 （简称 “亚虹医

药” ）科创板上市申请获得上交所

受理。 亚虹医药是专注于泌尿生

殖系统肿瘤及其它重大疾病领域

的全球化创新药公司，目前尚未产

生销售收入，但有两个产品的3项

研究已处于III期或关键性临床试

验阶段。

两款核心在研产品

有望填补空白

亚虹医药在泌尿系统的首个

开发重点是膀胱癌，膀胱癌是泌尿

系统最常见的恶性肿瘤之一。 根

据弗若斯特沙利文分析，随着烟草

消费、工业化水平增加及人口老龄

化， 全球膀胱癌新发患者人数由

2015年的50.6万人增长到2019年

的56.5万人 ， 复合年增长率为

2.8%。 根据肿瘤是否浸润膀胱肌

层，膀胱癌可分为非肌层浸润性膀

胱癌（NMIBC）和肌层浸润性膀

胱癌（MIBC）。

以NMIBC为首个重点市场，

亚虹医药构建了覆盖NMIBC诊断

和治疗的优势产品组合。 截至招

股说明书签署日，亚虹医药正在开

展9个产品研发和注册工作，其中

两个产品的3项研究已处于III期

或关键性临床试验阶段。

唯施可（APL-1202）是全球

第一个进入抗肿瘤关键性/III期

临床试验的口服、可逆性II型甲硫

氨酰氨肽酶（MetAP2）抑制剂，

也是国际上首个进入关键性/III

期临床试验的NMIBC口服靶向

治疗药物， 有望填补该治疗领域

的市场空白。

据亚虹医药介绍，与历史研究

数据相比，APL-1202的疗效显著

优于当前膀胱化疗灌注的标准治

疗方案。 同时，APL-1202的口服

给药方式与膀胱灌注的方式相

比， 可大幅减轻患者治疗过程中

的痛苦， 在患者依从性上具备明

显优势。

APL-1202联合化疗灌注二

线治疗复发的中高危NMIBC适

应症预计于2022年向国家药监局

提交上市申请。 在MIBC领域，公

司已于2021年5月向美国FDA提

交了APL-1202与替雷利珠单抗

联合治疗MIBC的I/II期临床试验

申请。

希维她（APL-1702）是亚虹

医药从Photocure公司获得全球

专利权益授权的基础上，推进至国

际多中心III期临床试验的光动力

治疗药械组合产品，用于非手术治

疗包括所有HPV病毒亚型感染所

致的宫颈高级别鳞状上皮内病变

（HSIL， 一种高级别的宫颈癌前

病变）。

据亚虹医药介绍，APL-1702

很容易由妇科医生放置于患者宫

颈口， 并且在治疗结束后能被患

者自行取出。 迄今为止全球尚未

有 非 手 术 治 疗 产 品 上 市 ，

APL-1702有望给患者提供全新

的治疗选择， 让部分患者免除手

术治疗的痛苦和副作用， 特别是

消除手术治疗对育龄妇女患者生

育功能的影响。 公司预计将于

2022年四季度率先在中国提交

APL-1702的上市申请。

亚虹医药在招股书中介绍，

APL-1202、APL-1702上市之初

均将采用外包生产的方式，后续将

由公司正在筹建的位于泰州的生

产基地进行生产。

计划专科化推广

除了上述两款核心在研产品

外， 亚虹医药还引进了海克威

（APL-1706），其表示，泌尿外科

诊断产品APL-1706的先行上市

将为公司核心产品APL-1202的

上市销售提前开辟市场渠道并提

供宝贵的市场化推广经验。

APL-1706是全球唯一获批

的辅助膀胱癌诊断或手术的显影

剂类药物， 由Photocure公司开

发， 目前已经在全球30多个国家

获批上市。 亚虹医药2021年1月引

进了APL-1706在中国大陆和台

湾地区的独家注册及商业化权利，

预计将于2021年下半年与国家药

监局药品审评中心（CDE）召开

Pre-NDA沟通交流会， 达成一致

后提交上市申请。

亚虹医药需要向Photocure

支付首付款、里程碑款项以及销售

提成。 其中，首付款75万美元，里

程碑款项合计约140万美元。

随着多项核心产品推进至后

期开发阶段， 亚虹医药正在加快

商业化能力的建设。 公司表示，

APL-1202、APL-1702等产品上

市后，将采用经销和直销相结合的

销售模式。 在经销模式下，公司将

与多家具有GSP资质的经销商签

订产品经销协议，通过经销商网络

将产品在其授权区域内配送至医

院或者药店， 并最终销售给患者。

公司也将积极探索直销的模式，如

与部分有影响力、运营管理能力强

的DTP药房展开直接合作等。对于

产品的境外上市销售，公司则考虑

采用授权合作等模式。

亚虹医药计划在中国境内组

建泌尿生殖领域自主营销专业化

团队。 主要覆盖一、二线城市的三

甲综合性医院、知名专科医院及相

关DTP药房，树立公司在泌尿生殖

市场的领导地位。

形成自主可控的

核心技术平台

创新药物的发现是一个非常

复杂和极富挑战的过程，亚虹医药

通过多年药物临床研发实践，构建

了靶向免疫调节正常化（TIMN）

技术平台、前药和精准药物递送技

术（PADD）平台、基于片段组合

的蛋白降解嵌合体（FASTac）技

术平台三大核心技术平台，利用上

述核心技术平台研发形成了目前

在研管线中的主要候选药物，并为

后续开发新的候选药物和形成新

的临床管线奠定坚实基础。

2018年至2020年（简称“报

告期内” ）， 公司研发投入分别为

4976.82万元、1.42亿元以及1.72亿

元。 截至2020年底，公司共有研发

人员77名， 占公司员工比例为

74.04%。 其中，30人拥有硕士学

位、16人具有博士学位。

报告期内，亚虹医药产品仍处

于研发阶段， 没有产生销售收入，

经营活动产生的现金流量净额分

别为-5283万元、-8882.96万元、

-1.26亿元， 归母净利润分别为

-5993.6万元、-1.72亿元、-2.47亿

元。 截至报告期末，未分配利润为

-1.63亿元。

此次科创板上市， 亚虹医药

计划募资20.70亿元， 投入药品、

医疗器械及配套用乳膏生产项

目、新药研发项目、营销网络建设

项目等。

华为是公司大客户

据招股书介绍， 希荻微是国内领先

的半导体和集成电路设计企业之一，主

营业务为包括电源管理芯片及信号链芯

片在内的模拟集成电路产品的研发、设

计和销售。

公司主要产品涵盖DC/DC芯片、超

级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护

和信号切换芯片等。 其中，DC/DC芯片

是希荻微的主要营收来源之一，与

AC/DC芯片功能不同，DC/DC芯片的

主要功能为实现直流电源的升压或降

压，可在手机、笔记本电脑、可穿戴设备、

智能家居等消费电子终端以及汽车电子

设备中具备广泛的应用。公司表示，未来

还将进一步拓展至数据中心、服务器、存

储设备、通信及工业设备等领域。

招股书显示， 希荻微已推出的

DC/DC芯片涵盖了Buck降压型芯片和

Boost升压型芯片。 2018年和2020年，

DC/DC芯片产品贡献的收入分别为

4438.13万元、1.37亿元， 占各期营收比

重分别为66.06%、59.94%，但2019年该

产品仅实现收入2647.62万元，同比下降

40.34%，占总营收比重为22.96%。

对于DC/DC芯片销售收入2019年

下滑的原因，希荻微在招股书中解释称，

主要原因为终端手机生产商处于由4G

手机向5G手机升级的过渡期，公司提供

的应用于4G手机的DC/DC产品销售数

量有所下降。

2018年至2020年 （简称 “报告期

内” ），公司对前五大客户销售收入合计

占当期营业收入的比例分别为93.87%、

92.15%和90.51%。 其中，2019年，华为

（华为技术投资有限公司、 华为终端有

限公司）为公司第一大客户，销售总金

额为 6716.96万元 ， 占营收比重为

58.25%。 2020年，台湾安富利成为公司

新进第一大客户，销售金额为6740.22万

元，占营收比重为29.51%；华为则是公

司2020年第二大客户， 销售金额为

6114.71万元，占营收比例为26.77%。

尚未实现盈利

报告期内， 公司营业收入分别为

6816.32万元、11531.89万元和22838.86

万元，年复合增长率为83.05%；报告期

内， 公司净利润分别为-538.40万元、

-957.52万元、-1.45亿元，三年合计亏损

1.59亿元，尚未实现盈利。

对于业绩持续亏损，希荻微表示，报

告期内，公司持续亏损的原因包括：产品

推广存在一定的验证及试用周期， 公司

收入规模达到较高水平需要一定时间；

芯片设计需要通过持续的研发投入实现

产品线的升级与拓展， 报告期内公司研

发投入较大，产生了较高的研发费用，扣

除股份支付费用后研发费用占营业收入

的比例分别达到 20.52% 、27.20%和

34.70%；报告期内，公司因股权激励等

原因分别确认股份支付费用为50.50万

元、806.52万元和13907.07万元，扣除股

份支付费用后的净利润分别为-487.90

万元、-151.01万元和-580.18万元。

值得注意的是， 截至2020年末，公

司未分配利润金额为-7252.47万元，存

在累计未弥补亏损。截至目前，公司产品

仍在持续拓展市场， 同时保持较高的研

发投入，因此，公司未来一段时间可能无

法盈利， 公司累计未弥补亏损将持续为

负，无法进行利润分配。 希荻微表示，公

司未来亏损净额的多少将取决于公司产

生收入的能力、 研发项目的数量及投入

等方面。即使公司未来能够盈利，亦可能

无法保持持续盈利。 预计首次公开发行

股票并上市后， 公司短期内无法现金分

红， 将对股东的投资收益造成一定程度

不利影响。

希荻微坦言，对于未来一段时间，将

存在持续大规模的研发投入， 公司可能

存在持续亏损或将使公司面临一些收入

无法按计划增长、研发支出较大、无法保

证未来几年内实现盈利， 上市后亦可能

面临退市等风险。

提示相关风险

公司从事包括电源管理芯片及信号

链芯片在内的模拟集成电路的研发、设

计和销售，收入增长受行业周期、市场竞

争、下游客户需求的变化影响较大，同时

还受到公司产品研发进度、 上游产能供

给等因素的影响， 且目前境内外经营环

境较为复杂，如上述因素发生重大变化，

公司收入可能无法按计划增长。

同时， 公司存在研发支出较大的风

险。报告期内，公司为保持技术与产品的

市场竞争力，研发费用持续增长。 未来，

随着公司在模拟芯片领域的持续深耕，

公司需要对技术和产品研发投入更多资

源， 如果公司对未来研发方向判断出现

重大失误， 则将导致公司经营面临一定

风险。

希荻微表示，公司持续开展研发活

动并不断形成满足客户需求的产品。 公

司的研发活动面临着行业技术升级、客

户需求变化、新产品研发不及预期等风

险，如果公司的研发活动失败，则其产

品将无法满足客户的需求、获得客户的

认同，从而对公司的持续经营产生不利

影响。

此外， 公司还存在供应商集中度

较高的风险。 公司供应商主要包括晶

圆制造厂和封装测试厂， 由于晶圆制

造及封测代工业务的市场格局相对集

中，报告期内，公司向前五大供应商合

计采购的金额占同期采购金额的比例

分别为96.96%、91.34%和82.22%，占

比相对较高。

由于晶圆制造及封装测试均为资本

及技术密集型产业，行业集中度较高，主

流供应商具有较大的经营规模及较强的

市场影响力， 且符合公司技术及生产要

求的供应商的数量较少， 可能形成较高

的依赖性。目前，公司主要供应商涵盖了

国内外一线晶圆制造及封测代工厂，公

司与主要供应商均保持稳定的合作关

系。未来，若公司的主要供应商业务经营

发生不利变化、 产能受限或合作关系紧

张，可能导致供应商不能足量及时出货，

对公司生产经营产生不利影响。

5月24日，广东希荻

微电子股份有限公司

（简称“希荻微” ）科创

板IPO获上交所受理，其

主营业务为包括电源管

理芯片及信号链芯片在

内的模拟集成电路产品

的研发、设计和销售。希

荻微本次拟募资5.82亿

元， 用于高性能消费电

子和通信设备电源管理

芯片研发与产业化项

目、 新一代汽车及工业

电源管理芯片研发项

目、 总部基地及前沿技

术研发项目、 补充流动

资金。

●本报记者 刘杨
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2018年至2020年， 公司

营业收入分别为2916.74万

元、6082.17万元和 14602万

元， 最近三年营业收入复合

增长率为123.75%。

123.75%
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